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Verfahren zum Fluorieren von Kunststoffgegenstanden 

Es handelt sich urn ein besonders sicheres Verfahren zum 
Fluorieren von Kunststoff behaltern. Zum Fluorieren mud der 
zu fluorierende Gegenstand mit Fluor enthaltendem Gas in 
Beruhrung gebracht werden. Fluor ist ein gefahrticher Ar- 
beitsatoff, der eine aufwendige Anlagenkonstruktion bei 
Umgang mit elementarem Fluor verlangt. Beim erfindungs- 
gemaSen Verfahren wird die Fluorierung so durchgefuhrt, 
daR der Gegenstand in eine gasdichte Kammer eingebracht 
und darin positioniert wird und da& dann dort mit Hilfe eines 
Plasmabrenners aus einem eine fluorhaltige Verbindung 
enthaltenden Basisgasgemisch ein fluorierendes Behand- 
lungsgaserzeugtwird. 
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Beschreibung bildet, wird bei der Durchfiihrung des erfindungsgema- 

( Ben Verfahrens in vorteilhafter Weise entweder Stick- 

Die Erfindung betnfft em dem eigentlichen Herstel- stoff oder Argon, oder ein Gemisch aus beiden, verwen- 

lungsprozeB nachgeordnetes Verfahren zum Fluorieren det. Ein derartiges Gemisch fdrdert einerseits die Funk- 

von Kunststoffgegenstanden, unter besonderer Beriick- 5 tion des Plasmabrenners und stellt andererseits einen 

sichtigung der Gefahr beim Umgang mit Fluor als Ar- geeigneten Mischpartner fOr fluorhaltige, gasfdrmige 

beitsstoff. Verbindungen dar, die den zweiten Anteil des Basisgas- 

rlvl 1St auf & rund seiner aggressiven Natur ein ge- gemisches darstellen. Der Umgang mit fluorhaltigen 

fahrhcher Arbeitsstoff, der die verschiedensten Materia- Verbindungen, wie SF 6 oder CF4, wirft, da Fluor nur in 
lien angreift, korrodiert oder sogar zerstort und der 10 gebundener Form vorliegt, keine weiteren Probleme 

auch fur den menschlichen Organismus gef ahrlich ist. auf. Andererseits tritt eine ausreichende Erzeugung von 

Deshalb sind bei der Verwendung von Fluor bei tech- Fluor durch Einwirkung des Lichtbogens des Plasma- 

nischen Prozessen besondere MaBnahmen notwendig, brennersein. 

die die Sicherheit einer solchen Anlage gewahrleisten. In einer giinstigen Weiterbildung wird anschlieBend 
hs sind beispielsweise besondere Leitungssysteme, Ab- 15 an die Fluorisierung die Behandlungskammer mit rei- 

dichtungen und Kapselungen ganzer Anlagen notwen- nem Inertgas gespult, urn - nach der Abschaltung des 

dig Auch Lieferung und Lagerung mussen bereits be- Brenners - eventuell noch vorhandenes Fluor auszu- 

sonderen Vorkehrungen unterliegen. spiilen. 

Fluor steht heute far die technische Verwendung, ins- In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des 
besondere auch bei Fluonerungsverfahren mit Stick- 20 Verfahrens wird das Basisgasgemisch uber die Gaszu- 

stoff vermischt aus Gasflaschen zur Verfugung. Der Flu- fuhrungen des Plasmabrenners zugefuhrt Dabei ist kei- 

oranteil des Gasgemisches betragt dabei aus Sicher- ne zusatzliche Gaszuleitung notwendig und das Basis- 

heitsgrunden nur etwa 10 bis 20%. Da bei der Fluorie- gasgemisch wird in giinstiger Weise an den Lichtbogen 

rung von Kunststoffgegenstanden nur Fluorgehalte bis des Plasmabrenners herangefuhrt. 
zu etwa 10% notwendig sind, wird das Fluor-Stickstoff- 25 Eine spezielle und gunstige Variante des erfindungs- 

LiefergasmitreinemStickstoffaufdasgewtinschteMaB gemaBen Verfahrens ergibt sich beim Fluorieren von 

verdttnnt Kunststoffhohlkorpern, z.B. Tanks, in dem der Plasma- 

Prmzipiell sind bei der Herstellung von fluorierten brenner und ebenso das Basisgasgemisch direkt ins In- 

Kunststoffgegenstanden, insbesondere Hohlkorpern, nere des KunststoffhohlkSrpers eingefilhrt werden und 
zweierlei Fluonerungsverfahren bekannt: Entweder 30 auch das Spulgas direkt dem Inneren des Hohlkdrpers 

wird die Fluorierung in einem Arbeitsgang (Inline- Ver- zugefuhrt wird. 

fahren) mit der Formgebung des Gegenstandes, z.B. Die Einleitung des Basisgasgemisches ins Innere und 

beim Blasformen, durchgefuhrt (z.B. DE-PS 24 01 948), die Einfiihrung des Plasmabrenners ins Innere des zu 

oder die Fluorierung wird in emem eigenen Arbeitsgang fluorierenden Hohlkorpers bewirken die Erzeugung des 
(Offline Verfahren) nach dem eigentlichen Herstellungs- 35 Fluors genau an dem Ort, an dem eine Fluorierung er- 

prozefl vollzogen (DE-PS 26 44 508). folgen soli, namlich an der Innenseite des Hohlkorpers. 

In beiden Fallen aber 1st bei der Durchfiihrung der Durch Zufuhr eines geeigneten Basisgasgemisches in 

Fluorierung auf den sicheren Umgang mit dem Fluor passender Menge und einer geeigneten Dauer der Zu- 

enthaltenden Gasgemisch zu achtea Diese Problematik fuhr kann so eine exakte, sparsame und gefahrlose In- 
wird auch in dem in der DE-PS 35 23 137 besprochenen 40 nenseitenfluorierung erreicht werden, wobei die Zu- 

Inline- Verfahren behandelt. fuhrparameter (Zusammensetzung und Menge) so ge- 

Der Erfindung Iiegt nun die Aufgabe zugrunde, ein wahlt sein mussen, daB eine optimale Ausnutzung des 

effektives Verfahren zum Fluorieren von Kunststoffge- gebundenen Fluors erfolgt 

genstanden anzugeben, das mit tragbarem Aufwand ho- Im folgenden soli ein Ausfiihrungsbeispiel des erfin- 

hen Sicherheitsanforderungen nachkommt. 45 dungsgemaBen Verfahrens naher erlautert werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, Ein geblasener, moglichst noch fertigungswarmer 

daD der fertig geformte Kunststoffgegenstand in eine Kunststoffbehalter wird in eine gasdicht verschlieBbare 

gasdicht verschlieBbare Behandlungskammer gebracht Behandlungskammer eingebracht und positioniert. 

dann positioniert und ein Plasmabrenner eingefilhrt Durch die Offnung des Behalters wird ein Plasmabren- 

wird oder sich dort befmdet, und dann, nach Verschlie- 50 ner mit einer speziellen Haltevorrichtung in den Bren- 

Ben der Behandlungskammer, mit dem Lichtbogen des ner eingefuhrt Auch die Gaszufuhr- und Abfuhrleitun- 

Plasmabrenners aus einem dem Inneren der Behand- gen fur das Basisgasgemisch und das Behandlungsgas 

ungskammer zugefuhrten Basisgasgemisch, das aus bzw. Restgas nach der Fluorierung sind an der Halte- 

Inertgas und einer fluorhaltigen Verbindung (Verbin- vorrichtung angeordnet Oberdies ist die Haltevorich- 

dungen) besteht, durch Aufspalten der fluorhaltigen 55 tung so ausgelegt, daB sie nach Inkorporation des Bren- 

Verbindung im Lichtbogen fluorhaltiges Behandlungs- ners im Regelfall gasdicht an der Offnung des zu behan- 

gas erzeugt wird, so lange, bis die gewiinschte Fluorie- delnden Behalters angeschlossen ist Nach VerschlieBen 

rung erreicht 1st. der Behandlungskammer wird dann dem Behalterinne- 

Das erfmdungsgemaBe Verfahren ermdglicht eine ge- ren bei gleichzeitig eingeschaltetem Plasmabrenner Be- 

ranrtreie Huonerung von Kunststoffgegenstanden, da eo handlungsgas zugefuhrt. 

elementares Fluor erst dort erzeugt wird, wo eine Fluo- Im Behalterinneren bildet sich aus dem Basisgasge- 

°T n SOlh Deshalb mu0 nur die eigentiiche misch das eigentliche, fluorhaltige Behandlungsgas, daB 

behandlungskammer und die Entsorgungsseite einer die Fluorierung der Behaiterinnenwande, unterstutzt 

Huonerungsanlage den Sicherheitsanforderungen fur zusatzlich durch die Brennerabwanne, bewirkt. Nach 

Huor genugen. Die Versorgungsseite hingegen ist nur 6 5 einer entsprechend der gewunschten Fluorierung zu 

mit konventionellen gastechnischen Elementen auszu- wahlenden Behandlungszeit, die durch Versuche be- 

8 e " a,ten « stimmt werden kann, wird dann. nach Abschaltung des 

Ais inertgas, das einen Teil des Basisgasgemisches Brenners, statt Basisgasgemisch Inertgas, z.B. Stickstoff, 
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ins Behaiterinnere eingeleitet, um eine Ausspulung von 
noch vorhandenem gasformigem Fluor zu erreichen. 
Wahrend der gesamten Behandlung wird auch die ein- 
schlieBende Behandlungskammer mit Inertgas gespult, 
um eventuell aus dem Behalter austretendes fluorhalti- 5 
ges Gas ebenfalls sicher zu entsorgen. 

Es ist zu erkennen, daB im wesentlichen nur die Ent- 
sorgungsseite mit dem fur Fluor notwendigen Sicher- 
heitstandard auszulegen ist und ansonsten das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren vom Prinzip her ein hohes 10 
MaB an Sicherheit bei tragbarem Aufwand impliziert 

PatentansprQche 

1. Verfahren zum Fluorieren von Kunststoffgegen- 15 
standen zur Erniedrigung der Durchlassigkeit ge- 
genuber Gasen und Dampfen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der fertig geformte Kunststoffgegen- 
stand in eine gasdicht verschlieBbare Behandlungs- 
kammer gebracht, darin positioniert und ein Plas- 20 
mabrenner eingefuhrt wird oder sich dort befindet, 
und dann, nach VerschlieBen der Behandlungskam- 
mer, mit dem Lichtbogen des Plasmabrenners aus 
einem dem lnneren der Behandlungskammer zuge- 
flihrten Basisgasgemisch, das aus Inertgas und ei- 25 
ner fluorhaltigen Verbindung (Verbindungen) be- 
steht, durch Aufspalten der fluorhaltigen Verbin- 
dung im Lichtbogen fluorhaltiges Behandlungsgas 
erzeugt wird, so lange, bis die gewunschte Fluorie- 
rung erreicht ist 30 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der Fluorisierung die Behand- 
lungskammer mit reinem Inertgas gesptilt wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Inertgas des Basisgasgemisches 35 
Stickstoff und/oder Argon verwendet werden und 
als fluorhahige Verbindungen SF6 und/oder CF4 
verwendet werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl das Basisgasgemisch Qber die 40 
Gaszufuhrung des Plasmabrenners zugefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1, 2, 3 oder 
4, zum Fluorieren von Kunststoffhohlkorpern, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Plasmabrenner und 
ebenso das Basisgasgemisch direkt ins Innere des 45 
Kunststoffhohlkdrpers eingefuhrt werden und auch 
das Spulgas direkt dem lnneren des Hohlkdrpers 
zugefuhrt wird. 
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